EQUATE | LLDPE FILM EKSTRUZYON RECINESI

EFDC-7050

Ince filmlerde maksimum
tokluk ve yuksek hizli
Islenebilirlik.

YUKSEK CEKILME GIDA TEMASINA MUKEMMEL
(DRAW DOWN) UYGUN MUHURLEME
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Performans Gosterge Paneli

*Degerler 25 mikron film kalinliginda ve 2:1 sisirme (blow-up) oraninda test edilmistir.

ﬁ) ERIME INDEKSI (MFI)

2 0 g/10 dk (AsT™m D 1238)

@ YOGUNLUK

0 91 8 g/cm? (ASTM D 1505)

C{} FiZIKSEL DIRENC

Delinme Enerjisi: 60 J/mm |
Dart Impact: 85 g

Q’Q&L IS| KARAKTERISTIGI

Erime: 124 °C | Yigin
Yogunlugu: 530 Kg/m?

OPTIK NETLIK

Pusluluk (Haze): %14 |
Parlaklik (Gloss): 50

EKME MUKAVEMETI
¢ ?MD/TD)

31 MPa / 23 MPa
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Hedef Uygulama Alanlari

Tokluk ve delinme direnci gerektiren ambalaj cozumleri icin ideal recgine.

Ince Astar Filmler Elbise Torbalari

Thin Gauge Liner uretimi. Seffaflik, optik kalite ve fiziksel
@ Endustriyel seviyede yuksek dayanikhhigin bir arada gerektigi

mukavemet ve inceltme imkani. tekstil ambalaijlari.

Gida Ambalajlari l Genel Amaclh Filmler
Pisirme sirasinda gidayi muhafaza i Yirtilma direncinin (ElImendorf Tear)
edebilen, yuksek guvenlikli (US FDA kritik oldugu ¢cok yonlu endustriyel
ve EC onayli) paketleme. ambalaj ¢cozumleri.
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Neden EFDC-7050 | Daha ince Film Hedeflendiginde

Seg| Imeli? Milkemmel draw down (gekilme) kabiliyeti sayesinde,
uranun mekanik mukavemetinden odun vermeden ¢ok
daha ince (thin gauge) filmler uretebilirsiniz.

Yuksek Hizl Operasyon Planlandiginda

Formulunde bulunan yuksek seviyeli kaydirici (slip) ve
bloklagsma onleyici (antiblcking) ajanlar, yuksek hizli
paketleme ve muhirleme makinelerinde sorunsuz akis saglar.

Maksimum Tokluk Gerektiginde

Son Uruinde yuksek cekme mukavemeti ve ustln
yirtiima/delinme direnci talep edilen zorlu uygulamalar icin
formule edilmistir.
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Hangl Durumlarda Sisirme Film Disi Proseslerde Kullanilacaksa
Alter natif Ara nmal |? Bu recine 0zel olarak boru tipi sigirme film (tubular blown

film) ekstrizyonu icin tasarlanmistir. Enjeksiyon veya dokum
(cast) gibi farkl prosesler i¢in optimize edilmemisgtir.

Tamamen Katkisiz (Saf) Recine Isteniyorsa

EFDC-7050, standart olarak kaydirici (slip) ve antiblocking
ajanlari icerir. Eger prosesiniz hicbir katki maddesi icermeyen
tamamen ciplak bir polimer gerektiriyorsa uygun degildir.

Cok Dar Kalip Bosluklariyla Cahlisiliyorsa

Ekstrlizyon hattinizdaki kalip boslugu (Die gap) 1.8 mm'nin
altindaysa kullanilmasi 6nerilmez. Ideal ¢alisma i¢in Die Gap
> 1.8 mm olmalidur.
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Uretim ve Glivenlik Parametreleri

Proses Sicaklik Profili

Eriyik (Melt):
210 °C
/ Bolge 2: Bolge 3: Bolge 4: T
soige . 210 °C 205 °C 190 °C | Adaptcr/
180 °C 205 °C

Onerilen Ekstriizyon Sicakliklari

Kovan (Barrel): Bolge 1i¢in 180 °C'den baslayip Bolge 2'de
210 °C'ye, BoOlge 4'te 190 °C’ye inen kademeli profil.

Kritik Depolama & Guvenlik Uyarilari

iklimlendirme:
Toz, dogrudan gunes I1sig1 ve Isl

\ | «
%&L kaynaklarindan uzak; serin, kuru ve
' golgeli alanlarda depolanmalidir.

(RN

1 Patlama Riski:
\"//* Toz ve ince partikul birikimini
G-—-:-"’“"" onleyecek dokme tasima sistemleri
> -
Kurulmalidir.

dokme malzeme tasima ekipmanlari

Topraklama:
@ Elektrostatik birikimi 6nlemek icin tiim
eksiksiz topraklanmalidir.
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KARAR OZETI VE LOJISTIK

EQUATE EFDC-7050 LLDPE; yiiksek hizda
Islenebilirlik saglayan entegre katki paketi,
olaganustu delinme direnci ve FDA/EC
onayli gida uyumlulugu ile ince film ambalaj
uretiminde performansi maksimize eder.

: " : 15 MT kapasiteye kadar
25 kg'lik giivenli paletler mmmﬂ N ygk (Sea |

(Her palette 55 torba / 1.375 MT net) 0O ) Bulk) konteynerleri
\\‘
—

Detayli Glivenlik Bilgi Formu (MSDS) ve Gida Temasi Uygunluk
Sertifikalari icin EQUATE teknik temsilcinizle iletisime gecin.
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